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510mm長さにて平均膜厚4.3±0.2μm（±5%）

TSD550装置　セルテスDCY　ダブルターン
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周 速 度
無 潤 滑
SiCボール
基 　 板
回 転 数

5N
100mm/sec
大気中
φ6mm
SCM415浸炭鋼
10000 rev.

200 400 800 600 1000 1200

3.0

2.5

2

1.5

1

0.5

0

温度（°C）

重
量
増
加
量（

m
g）

セルテス T(TiAIN)
セルテス SD(TiBN)
セルテス N(CrN)
セルテス X(CrxNy)
セルテス Ti(TiN)

酸化開始温度の比較
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試験荷重 （kgf）

焼付き
焼付き

焼付き
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擦
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数
　
μ

未処理（Pin）／未処理（V-Block）
セルテスDLC／未処理
WCC／未処理
セルテスX／未処理

無潤滑（アセトン脱脂）
SCM415浸炭焼入れ焼戻し+表面処理
SCM415浸炭焼入れ焼戻し
0.1m／sec（300rpm）
初期荷重100kgfからの増加荷重

試験環境
ビン
Vブロック
滑り速度
負荷条件

ファビリ試験　原理図
平面図（Vブロック）

90°

試験片（ピン）
ピン回転（330RPM）

固定ピン

試験片
締付け荷重（100-1500daN）
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Cr系DLC系 Ti/Zr 系

CrAIN TiN TiBN TiAIN

セルテスN-S・X-C・X・Nコーティングは、金型の離型力や型汚れ
を低減し、金型洗浄や除去作業などの保守頻度を減らします。
また離型力が安定することにより自動運転が可能になります。
セルテスN-Sは、非球面コアなど高精度光学レンズ成形にも使用
できます。



トライボロジーラボ ：
  〒196-0033
  東京都昭島市東町3-6 -1
  多摩テクノプラザ
  tel.042-519-7504 fax.042-519-7584
事 業 内 容 ： 真空およびプラズマを利用した表面改質
  受託加工・薄膜表面特性の受託試験

設　　　立 ： 平成12（2000）年7月31日
資　本　金 ： 1億円
本　　　社 ： 〒101-0062
  東京都千代田区神田駿河台2-1-19
  アルベルゴ御茶ノ水708
  tel.03-3518-2780　fax.03-3518-2787

会社概要

石川事業所 ： 〒923-1211
  石川県能美市旭台2-10
  tel.0761-51-0300　fax.0761-51-0312


